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Company Overview

경기도 용인 본사 충청북도 음성 제2공장 중국 법인 (쿤산)

회사명 엠케이전자㈜

대표이사 이진

설립일 1982년 12월

주요사업 Bonding Wire, Solder Ball 등

자본금 109억원

주요주주 오션비홀딩스 외 특수관계인(37.43%)

매출액(본사) 5,486억원 매출액(중국법인) 1,686억원

임직원(본사) 290명 임직원(중국법인) 170명

(기준 : 2021.12)
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140개 이상의 글로벌 반도체 고객 보유, 해외 수출 비중이 80% 

차량용 반도체 제조사

Company Overview
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다양한 전방산업과 반도체 주력제품을 포함한 친환경 종합 소재 부품 기업

Company Overview

반도체 분야
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Product Overview

• 반도체 조립 공정의 핵심 소재로 실리콘 칩과 리드를

연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품

• 머리카락 굵기의 1/4 정도 되는 초미세선으로 고온 접합

신뢰성과 기계적, 전기적 특성을 만족할 수 있는 기술력이 핵심

• 반도체의 경박단소화로 chip이 집적됨에 따라 반도체 조립

공정에 사용되는 Wire 직경은 미세화 되는 추세

본딩와이어(Bonding Wire)

39%

46%

11%

4%

Gold Coated Copper Copper Silver

♠본딩 와이어 제품별 비중(MKE 본사,중국법인)

10%

27%

50%

13%

MKE 본사 중국법인



2 솔더 제품 (Solder Products)

• 고집적 패키징 기술인 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package), 

WLCSP(Wafer level CSP)등의 반도체 칩을 PCB기판에 접착하는데

사용되는 초미세볼

• 조성에 따라 사용 온도가 180~220℃까지 다양하며 전기적, 

기계적 특성이 핵심

• Sn(주석)+Pb(납)이 주요 원재료로 사용되었으나 환경규제에 따라

Lead(Pb)-Free 조성을 개발하여 판매

Product Overview

분말
제조기술Solder Powder

레진 기술

Solder Paste PCB 인쇄회로 기판의 본딩 부품

Type6(5~15um)



3 신규 제품 매출 증대
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Investment Highlight

(단위 : 백만달러)
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3 반도체 시장 이슈 - 1

Investment Highlight



3 반도체 시장 이슈 - 2

Investment Highlight

MK Electron Co., Ltd.

MKE 주요고객

MKEC 주요고객

MKE 주요고객

MKEC 주요고객

MKE 주요고객
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21년 대비 실적 4배 성장

HRS(High Reliability SolderBall) 실적



Bonding Wire 사용Solder Ball 사용
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Investment Highlight

반도체 후공정 업체
반도체 전공정 업체

자동차 기업
반도체 PKG 조립

Wafer 
공급

차량용 반도체 시장의 성장



3 본딩와이어 시장의 확대

Investment Highlight
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• PC&스마트폰 :  비대면 서비스, 5G 통신 확대 등으로 인한 수요 견조 예상

• 서버 : 핀테크, 메타버스 등 온라인 문화가 확산하며, 서버 수요 지속

• 자동차 : 전기자동차 자율주행 등 자동차의 전장 강화에 따른 수요 지속, 차량용 반도체는 신뢰성에 대한 요구 증대로

리드프레임계 반도체 확산

• IoT 외 : 헬스케어, 스마트홈 등 생활형 가전내 반도체 수요 증가

* 엠케이전자는 고성능 반도체 제조를 기반으로 한 국내 시장 과점과 범용 제품을 생산하는 대만, 동남아시아 시장 우위를

바탕으로 21년~24년 까지 연평균 15% 성장 예상
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금속 Up-Cycle 사업

Growing Business



4 2차전지 음극소재(실리콘)

Growing Business



4 2차전지 음극소재(실리콘)

구 분 Si-Alloy Si-C Si-Ox

충방전 유지율 중 고 고

초기 효율 91% 85% 80%

제조 원가 저 고 고

개발 업체 MKE MKE, 한솔케미칼 대주전자재료

적용 고객사 삼성SDI,SK On LG 에너지솔루션
표면 코팅 층 확인 균일 전극 형성 가능 팽창 감소, 부반응 적음

Growing Business
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Growing Business
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회사명 동부엔텍
Environment, Energy & Engineering TECHnology

임직원 210명

동부엔텍 기업 및 사업 소개

주요사업 환경 시설 운영, 기계 전기 공사업

주요주주 엠케이전자(100%)

매출액(2021년) 68,401백만원

영업이익(2021년) 6,247백만원

Growing Business



Thank You


